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Доклад  посвящен  разработке  способа  (в  перспективе  технологии)  глубокой  химической
очистке  детонационных  наноалмазов  (ДНА)  для  изготовления  эффективных  отражателей
медленных (холодных) нейтронов (~50 м/с) и применения в медицинской практике.

Предложен способ поэтапной химической обработки ДНА после стандартной химической
очистки  в  условиях  ФГУП  «СКТБ  «Технолог»  (г  Санкт-Петербург)  с  использованием
разбавленной  HNO3  с  NH4NO3  при  температуре  ~230℃  и  давлении  ~100  атм.  для
детонационного алмазосодержащего углерода (ДАУ, полупродукт синтеза ДНА).

ДНА,  после  стандартной  химической  очистки,  содержит  0,6-0,9%  мас.  несгораемых
примесей  (в  основном,  оксиды  металлов),  являющихся  недопустимыми  примесями  при
использовании  ДНА  в  качестве  отражателей  нейтронов,  т.  к.  все  примеси,  кроме  самого
углерода и фтора, являются поглотителями нейтронов. Цель работы, на данном этапе, снизить
количество посторонних элементов до порога ниже 0,05% мас, т. е. в 10-15 раз.

Эта цель была достигнута путем 3х стадийной обработки:
1)   Первоначально  очищенный  стандартный  ДНА  обрабатывают  водным  раствором

аммиака  при  ~230℃  и  давлении  ~40  атм.  в  течении  1  часа.  При  этом  количество  примесей
падает в ~2 раза, идет частичная дезинтеграция агрегатов ДНА;

2)  Затем, полученный ДНА-ТАН подвергают обработке плавиковой (HF) кислотой, в смеси с
другими  кислотами  в  течении  3-5  часов  при  нормальных  условиях  при  перемешивании,
количество примесей падает до 0,05-0,10% мас.

3) Полученную водную суспензию ДНА обрабатывают при кипени комплексонами.
В итоге удается достичь чистоты ДНА ≤0,05% мас. по несгораемым примесям.


